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Abstract (de)
Verfahren zum beidseitigen Polieren von Halbleiterscheiben zwischen einem unteren Polierteller und einem oberen Polierteller, umfassenddas
Befeuchten eines unteren und eines oberen Poliertuchs mit einer Flüssigkeit;das Bekleben des unteren Poliertellers mit dem befeuchteten unteren
Poliertuch;das Pressen des unteren Poliertuchs gegen den unteren Polierteller;das Bekleben des oberen Poliertellers mit dem befeuchteten oberen
Poliertuch;das Pressen des oberen Poliertuchs gegen den oberen Polierteller;das Pressen der Poliertücher gegeneinander;das Ablegen von
Halbleiterscheiben auf dem unteren Polierteller; unddas beidseitige Polieren von Halbleiterscheiben mit dem oberen Poliertuch und dem unteren
Poliertuch in Gegenwart eines Poliermittels.
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